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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

CIRCUITS INTEGRES -
MESURE DES EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES,
150 kHz & 1 GHz -

Partie 3: Mesure des émissions rayonnées —
Méthode de scrutation surfacique

AVANT-PROPOS

1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEl) est une organisatig
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités

5) La CEl n’a pr
responsabilité po

6) Tous les utilisateurs 6nt en possession de la derniére édition de cette publication.

7) Aucune responsabilitg ¥ imputée a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires rts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la préjydice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage e soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de ju et es teépenses\découlant de Ia publlcatlon ou de Iutlllsatlon de cette Publication de la CEIl ou de

référencées est ohligatoire pour une application correcte de la présente publication.

9) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEIl peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La tache principale des comités d’études de la CEI est I'élaboration des Normes
internationales. Exceptionnellement, un comité d’études peut proposer la publication d’'une
spécification technique

+ lorsqu’en dépit de maints efforts, I'accord requis ne peut étre réalisé en faveur de la
publication d’'une Norme internationale, ou

* lorsque le sujet en question est encore en cours de développement technique ou quand,
pour une raison quelconque, la possibilité d’'un accord pour la publication d’'une Norme
internationale peut étre envisagée pour I'avenir mais pas dans I'immédiat.

Les spécifications techniques font I'objet d’'un nouvel examen trois ans au plus tard aprés leur
publication afin de décider éventuellement de leur transformation en Normes internationales.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,
150 kHz to 1 GHz -

Part 3: Measurement of radiated emissions —
Surface scan method

FOREWORD

this end and in addition to other activities, IEC publishes Internationak Stantards,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and i €
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committe

Publications is accurate, IEC cannot be
misinterpretation by any end

icati i : onsthleNfor the way in which they are used or for any
4) In order to promote inter ationa i E%on ommittees undertake to apply IEC Publications

transparently to the m e ibleN\in their pational and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the cg@rresponding~natiopal or regional publication shall be clearly indicated in
the latter.
5) IEC provides ng marking ) indi its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared 40 he\ i i W |EC Publication.
6) est edition of this publication
7) iabili its_direcfors, employees, servants or agents including individual experts and
5 it d IEC National Committees for any personal injury, property damage or
other dam whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
of he puybli€ation, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Public
8) Attentiohy Y e NoPmative references cited in this publication. Use of the referenced publications is
9) ion i e possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of

patent rights. IEC sh&ll not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

The main task of IEC technical committees is to prepare International Standards. In
exceptional circumstances, a technical committee may propose the publication of a technical
specification when

» the required support cannot be obtained for the publication of an International Standard,
despite repeated efforts, or

» the subject is still under technical development or where, for any other reason, there is the
future but no immediate possibility of an agreement on an International Standard.

Technical specifications are subject to review within three years of publication to decide
whether they can be transformed into International Standards.
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La CEI 61967-3, qui est une spécification technique, a été établie par le sous-comité 47A:
Circuits intégrés, du comité d’études 47 de la CEIl: Dispositifs a semiconducteurs.

Le texte de cette spécification technique est issu des documents suivants:

Projet d’enquéte Rapport de vote

47A/697/DTS 47A/709A/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette spécification technique.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Partie 1:
Partie 2:

Partie 3:
Partie 4:

Partie 5:
travail

Partie 6: Mesure des é

Le comité a décidé q

maintenance?) indiqué
données relativ )

e€. A cette date, la publication sera

1T A publier.

2) Pourla présente publication, les Comités nationaux sont priés de noter que la date de maintenance est 2010.
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IEC 61967-3, which is a technical specification, has been prepared by subcommittee 47A:
Integrated circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this technical specification is based on the following documents:

Enquiry draft Report on voting
47A/697/DTS 47A/709A/RVC

Full information on the voting for the approval of this technical specification can be found in
the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directj

This part of IEC 61967 is to be read in conjunction with IEC 61967-

Part 1:
Part 2:
Part 3:
Part 4:
Part 5:
Part 6:

. transformed

* reconfirmed,
* withdrawn,

* replaced by a
*+ amended

1 To be published.

2) The National Committees are requested to note that for this publication the maintenance result date is 2010.


https://standards.iteh.ai/catalog/standards/iec/bd21adfe-2ecc-4ad4-9217-77eda34f6f89/iec-ts-61967-3-2005

-10 - TS 61967-3 © CEI:2005
CIRCUITS INTEGRES - ]
MESURE DES EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES,
150 kHz a 1 GHz -

Partie 3: Mesure des émissions rayonnées —
Méthode de scrutation surfacique

1 Domaine d'application

La présente procédure d’essai définit une méthode d’évaluation{de \ proches
électrique, magnétique ou électromagnétique émis a la surface od pra ace d’'un
circuit intégré (Cl). Cette procédure de diagnostic est destinée a |'analys e du ClI
telle que la gestion de couches et I'optimisation de la di i de puissqnce. Cette
procédure d’essai s’applique aux mesures effectuées sur un. Cl sur ¥ circuit imprimé
accessible a la sonde de balayage. Pour la comparaisgh des\émissions\de balayage en
surface entre différents CI, il convient que la carte sai "y isée/définie dans la

Cette technique peut fournir une configuration detaiflé s sources RF internes du CI.

gamme de fréquences comprise entre 10NMHz=ge {z. imites de fréquence supérieure
étendues sont possibles avec la techn S atiere de sondes mais n’entrent pas

La sonde est balayég mé elon ung” configuration programmée sur un plan
paralléle ou perpendiculaj ~Les données sont traitées par ordinateur pour
fournir une représenta 3 Qntrastées de l'intensité du champ a la fréquence de
balayage. @

document. S datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les références

amendeme

CEI 60050(131):200
des circuits

, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Partie 131: Théorie

CEI 60050(161):1990, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) — Chapitre 161:
Compatibilité électromagnétique

CEI 61967-1, Circuits intégrés — Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz a 1 GHz
— Partie 1: Conditions générales et définitions

CEIl 61967-6, Circuits intégrés — Mesure des émissions électromagnétiques, 150 kHz a 1 GHz
— Partie 6: Mesure des émissions conduites — Méthode de la sonde magnétique
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INTEGRATED CIRCUITS -
MEASUREMENT OF ELECTROMAGNETIC EMISSIONS,
150 kHz to 1 GHz -

Part 3: Measurement of radiated emissions —
Surface scan method

1 Scope

This technique is capable of providing a detailed patter i équency (RF) sources
internal to the IC. The resolution of th ved by the capability of the
measurement probe and the precision/of ) JoSsiti \s/Mmethod is intended for use

The probe is mechanicall ) tona\pfogrammed pattern in a parallel or

For dated refereR
of the referene

IEC 60Q580(1 ernational Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Part 131: Circuit
theory

S..

IEC 60050(161):
magnetic compatibility

International Electrotechnical Vocabulary (IEV) — Chapter 161: Electro-

IEC 61967-1, Integrated circuits — Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to
1 GHz - Part 1: General conditions and definitions

IEC 61967-6, Integrated circuits — Measurement of electromagnetic emissions, 150 kHz to
1 GHz — Part 6: Measurement of conducted emissions - Magnetic probe method
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3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les définitions de la CEI61967-1, de la
CEI 60050(131) et de la CEI 60050(161) s’appliquent.

4 Généralités

Le balayage des champs électrique et magnétique sur la surface du CIl fournit des
informations sur la puissance relative des sources a l'intérieur du bofitier du CI. Cela fournit
des comparaisons entre différentes architectures afin de faciliter les réductions des émissions
RF du CI. La configuration des champs électrique et magnétique sur la syrface du Cl est liée
au potentiel de rayonnement électromagnétique du Cl et du module troniq e _dont il fait

La caractérisation d’'un Cl implique une série de balayages spatiau ule’fréquence
Chaque balayage peut accumuler des milliers de points dedonn VEKS uné puce ou un
boitier, en fonction du nombre d’emplacements de balayage précision et de
la quantité requises des données mesurées, cette mg essal utise™dn positionnement
de la sonde contrdlé par ordinateur et un systeme i nir des données de

sonde précises et reproductibles. Le logiciel de ofmulé ou adapté pour
contréler les moteurs pas-a-pas de précisiopm\optiqle /gé ent utilisés dans de tels
systémes. Cette méthode nécessite ég 1 fportante d’analyses et de
manipulations des données général par des programmes de logiciels
spécialisés. La durée de balayage ombre de fréquences, du nombre
demplacements au niveau desquels les ions Qt mesurées, et de la capacité du

En raison du vaste ens < s matiere de traitement Cl et de boitiers et de
leurs dimensiong™\p i 'thoe d’essai ne spécifie pas une conception
normalisée pouw Si¢ ispnement de la sonde ou pour la sonde de champ
proche. La conceptjd et de la sonde dépendra du nombre de variables y
compris la gam mesure souhaitée, la résolution spatiale, le type de
champ et les ca ari - ¢ mposants disponibles (tels que les moteurs pas-a-pas,

etc.).
La résolutions pas spécifiée, mais est déterminée par la taille de pas du systéme
de positionnemegt &g Te fimensions physiques de la sonde de champ proche. Les résolutions
spatiales types_sonf\mesurées en micrometres. La résolution spatiale réelle du montage
d’essai doit étre inclusge dans le rapport d’essai.

La hauteur de la sonde au-dessus de la surface du Cl n’est pas spécifiée. Les valeurs types
sont 100 yum a 200 ym. La hauteur réelle de la sonde doit étre incluse dans le rapport d’essai.

La taille de pas de la sonde n’est pas spécifiée. La taille de pas de la sonde doit étre choisie
de telle sorte que la résolution spatiale souhaitée soit obtenue tout en limitant le nombre de
points au niveau desquels les données sont prises. La taille de pas peut étre modifiée afin de
se concentrer sur des zones particuliéres de la puce ou du boitier.
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